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Abstract (en)
The heating element has resistance element that is arranged between conductive plates (8,12) in housing opening (14) and that lies with initial
tension against heat emitting element having tab cuts with plates as an intermediate layer. The emitting element is positioned at housing (4) and
attachment tabs (54) are arranged on edge of opening that protrude beyond the opening.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein PTC-Heizelement mit wenigstens einem PTC-Widerstandselement (10), das zwischen zwei Leiterplatten
(8, 12) in einer Gehäuseöffnung (14) eines Gehäuses (4) angeordnet und unter Zwischenlage wenigstens einer der Leiterplatten (12) unter
Vorspannung gegen ein Wärme abgebendes Element (2) anliegt, welches an dem Gehäuse (4) gehalten ist. Mit der vorliegenden Erfindung soll
ein PTC-Heizelement der eingangs genannten Art angegeben werden, welches sich leicht und kostengünstig herstellen lässt. Zur Lösung dieses
Problems wird mit der vorliegenden Erfindung das eingangs genannte PTC-Heizelement dadurch weitergebildet, dass die Gehäuseöffnung (14)
durch randseitig zu der Gehäuseöffnung (14) angeordnete Befestigungszapfen (54) überragt ist und dass das Wärme abgebende Element (2)
Zapfenausnehmungen (58) hat, die von den Zapfen (54) hintergriffen sind.
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